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Bad Ansatz

Bad Menge Nachsatz Einheit /

Produkt fair 10 1 fur 10 m? Lieferumfang

Bad 1

DI Water 9.7 1

DS270 0.31 30 ml 500 ml*

Bad 2

DS400 101 21 251, 5l

Bad 3

DS400 951 21 see above

DS500 0.51 50 ml 500 ml*, 250 ml

Bad 4

DI Wasser 461

DS650 L 431 430 ml 51"

DS650 P 1.01 100 ml 50

DS650C 0.11 10 ml 500 ml*

Bad 5 fiir 301

DI Wasser 12.01

H2S04, 98% 3.51

cu4o0C 11.01 25

CU400A 120ml 11/8000 Ah 11551
entspr. 0.3751/10 m?

Kochsalz 49

DI Wasser bis 30 | auffillen

Wenn Sie statt 98%iger nur 38% ige Schwefelsdure (Akkusdure) nehmen mochten, dann wird Bad 5 folgen-
dermallen angesetzt:

Di Wasser: 5,60 kg (5,6 Liter)
H2S04, 37%: 16,20 kg (12,66 Liter)
Cud400C ca. 15,00 kg (11,0 Liter)
Cu400A ca. 0,20 kg (0,12 Liter)
Kochsalz 49

Di Wasser 0,62 kg (fehlen zu 30 Liter)
Gesamtgewicht: 37,62kg

» = Lieferumfang eines Starter Sets fir Compacta L30

Wegen mdglicher exothermer Reaktionen die Chemikalien bitte au3erhalb der Maschine
in einem geeignetem Behalter ansetzen. Wir empfehlen die Verwendung von 36%
Schwefelsaure anstelle des 98% Konzentrats. Nicht Wasser auf die Saure schitten, im-
mer Saure zum Wasser!!
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Badansatz und Ablaufdiagramm Seite 2/2

Arbeitsablauf in der Compacta Plating Line

Schritt ProzeR Zeit Temp. °C Bemerkung
1 DS270 7 min 65-70 Cleaner Conditioner
R Standsplle 1 min
Sprihspile 1 min
2 DS400 1 min 20-25 Pre-Dip
Nicht spilen!
3 DS500 7 min 20-25 Activator
R Standspiile 1 min
Sprihsplle 1 min
4 DS650 4 min 45 Intensifier
R Standspiile 1 min
Sprihspile 1 min
5 CU 400 23 min 20-25 18 ym Cu, 0.8um/min, 3A/dm?2
R Standsplile 1 min
Sprihspile 1 min
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Plating System Schritt 1: Cleaner/Conditioner DS270 Seite 1/1

Der Cleaner / Conditioner DS 270 ist ein alkalischer Reiniger. Er wird im Plating System Verfahren verwen-
det, um jedes in der Leiterplattentechnik iibliche Substrat griindlich zu reinigen und zu konditionieren. Er
enthilt reinigungsaktive Substanzen, die sowohl das Glasgewebe als auch das Dielektrikum aktivieren, um
eine verldBliche Aufnahme das Catalyst zu gewéhrleisten. DS270 kann in den folgenden Spiilschritten ein-
fach von der Kupferoberflache entfernt werden, was den ProzeBschritt selektiv macht.

Badansatz fiir 10 Liter

DI-Wasser 9.7 Liter

Cleaner/Conditioner DS270 0.3 Liter

Auf Arbeitstemperatur erwdrmen. Wichtig: den Originalbehélter vor Benutzung kriftig schiitteln.
Prozeflparameter

Temperatur 60-70 °C

Behandlungsdauer 7 Minuten

Badbewegung Wichtig zusammen mit Warenbewegung. Fliissigkeitsumwélzung empfoh-
len.

Kapazitit 1 Liter fertige Losung reicht zu Behandlung von 5 m? Oberfliche.
Badpflege / Erginzung

Um Verschleppung auszugleichen, 30 ml DS270 je 10 m? nachfiillen. Verdunstungsverluste durch Zugabe
von DI Wasser ausgleichen

Erforderliche Ausriistung (Wenn nicht mit der Durchkontaktierung Compacta gearbeitet wird)

Tanks Edelstahl oder PP Behilter empfohlen.

Plattenhalter Saurefester Edelstahl.

Heizungen Teflon oder Edelstahl

Beliiftung Empfohlen

Badbewegung Empfohlen

Spiile Optimal ist eine warme Standspiile, gefolgt von einer Kaskaden-/Spriihspii-
le.

Analyse

Der Cleaner/Conditioner DS270 wird durchsatzabhéngig ergénzt. Keine besondere Analyse erforderlich.

Abfallentsorgung

Diese mufl geméll den ortlichen Bestimmungen erfolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit / Vorsichtsmafinahmen

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Schutzbrille tragen. Nach Verschlucken sofort Wasser
nachtrinken. Kein Erbrechen hervorrufen. Den Arzt konsultieren. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort fiir
mind. 15 Minuten mit Wasser abspiilen. Bei Augenkontakt Arzt konsultieren.

Physikalische Eigenschaften
Der Cleaner/Conditioner DS270 ist eine klare Losung mit einem charakteristischen Geruch.

Lagerung
In der Originalverpackung bei Raumtemperatur lagern. Nach Offnen den Deckel sorgfiltig verschlieBen.

Zuletzt tiberarbeitet 030717 db
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Plating System Schritt 2: Pre-Dip DS400 Seite 1/ 1

Der Pre-Dip DS400 wird im Plating System Verfahren als Vortauchldsung vor dem Aktivator / Catalyst
DS500 verwendet. Er enthélt ein besonderes Additiv, das die Platten fiir die Aktivierung vorbereitet und eine
Kontamination des Aktivators verhindert.

Badansatz Der Pre-Dip DS400 ist eine gebrauchsfertige Losung
Prozeflparameter

Temperatur 20-25 °C

Behandlungsdauer 1 Minute

Bewegung Warenbewegung wird empfohlen.

Kapazitit 1 Liter Fertigansatz reichen fiir 25 m? Oberfliche.
Badpflege

Um Wassereintrag auszugleichen, entnehmen Sie nach je 5 m? ein Liter alte Losung und ersetzen Sie diese
durch einen Liter frisches DS400.

Erforderliche Ausriistung (Wenn nicht die Durchkontaktierung Compacta benutzt wird)

Tanks PP oder PVC Behilter empfohlen
Plattenhalter Saurefester Edelstahl

Heizung Teflon oder Quarz

Absaugung Nicht erforderlich

Spiile Nach dem Pre-Dip darf nicht gespiilt werden!

Platte abtropfen und ins Aktivatorbad einbringen.

Analyse
Eine Analysevorschrift ist erhéltlich, aber wir empfehlen diese nur Fachleuten und senden sie auf Anfrage.

Abfallentsorgung

Diese mufl gemal den ortlichen Bestimmungen erfolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit / Vorsichtsmafinahmen

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Schutzbrille tragen. Nach Verschlucken sofort Wasser
nachtrinken. Kein Erbrechen hervorrufen. Den Arzt konsultieren. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort fiir
mind. 15 Minuten mit Wasser abspiilen. Bei Augenkontakt Arzt konsultieren.

Physikalische Eigenschaft =~ DS400 ist eine klare Losung mit einem angenehm siifllichen Geruch.

Lagerung Bei Raumtemperatur und dunkel aufbewahren.
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Plating System Schritt 2: Pre-Dip DS400 Analyse Seite 1/1

Analyse (Nur fiir Fachleute)

Die spezifische Dichte sollte nicht unter 1.12 g/cm? fallen (frische Losung = 1.18 g/cm®). Um die Dichte zu
korrigieren, entnehmen Sie 10% des Badinhalts und ersetzen diese durch frische Losung DS400.

Fachleute konnen die Losung periodisch tiberpriifen, um sicherzustellen, das weniger als 1 000 ppm Kupfer
im Bad. Wenn Kupfer im Uberschufl vorhanden ist, erneuern Sie das ganze Bad oder tauschen Sie einen Teil
aus, bis die Kupferkonzentration unter 500 ppm liegt.

Pipettieren Sie 10 ml Badlosung in einen 250 ml E.-Kolben.

Geben Sie 100 ml DI Wasser hinzu

Geben Sie 2 ml Pufferlésung pH 10 hinzu

Fiigen Sie eine Messerspitze Murexide Indikator hinzu.

Titrieren Sie mit 0.01M EDTA bis zum violetten Endpunkt. Notieren Sie die benotigte Menge.
Berechnung: ml 0.01 M EDTA x 63.5 = ppm Cu

Pufferlosung pH 10: (11): 70 g NH4C1 + 570 ml NH4OH 25% + DI Wasser
Murexide Indikator (200 g): 1 g Murexide + 199 g NaCl

Bungard Elektronik GmbH & Co. KG, RilkestraRe 1, 51570 Windeck — Germany B u N E H n n
Tel.: +49 (0) 2292/5036, Fax: +49 (0) 2292/6175, E-mail: support@bungard.de

e \ == A



Plating System Schritt 3: Aktivator DS500 Seite 1/ 1

Der Aktivator DS500 ist ein neuartiges, schwach saures, kolloidales Palladiumbad zur Verwendung im Pla-
ting System. Er erzeugt eine dichte, gleichméBig verteilte Aktivierung der Bohrlocher, wie man sie benétigt,
um eine hoch leitfahige und gleichbleibend perfekte Bedeckung zu erzielen.

Badansatz fiir 10 Liter

Pre-Dip DS400 951

Aktivator DS500 0.51

Prozefiparameter

Temperatur Raumtemperatur. Eine Temp. von 50 °C darf nicht iiberschritten werden.

Behandlungsdauer 7 Minuten

Badbewegung Langsame Waren- und Badbewegung ist wichtig.
Konzentrationen Bereich Optimum
DS500 3.5-5% 5%

Pd 210-300 ppm 300 ppm
Sn2+ 10-14 g/1 13 g/l

HCI 11-15 g/1 14 g/1
Badpflege

Fiigen Sie fiir je 10 m? Durchsatz 50 ml DS500 hinzu. Ein lters Bad sollte periodisch analysiert werden, um
sicherzustellen, dass der Kupfergehalt unter 2 000 ppm liegt. Wenn er diesen Wert iibersteigt, sollte das ge-
samte Bad ausgetauscht werden. Verluste werden mit frischer Losung ergéinzt. Niemals Wasser hinzufiigen!

Erforderliche Ausriistung (Wenn nicht die Durchkontaktierung Compacta benutzt wird)

Tanks PPE oder PVC Behilter empfohlen

Plattenhalter Saurefester Edelstahl

Heizung Teflon oder Quarz, geringe spez. Warme, < 1 W/cm?
Absaugung Empfohlen

Badbewegung Bereits beim Aufwiarmen Badbewegung erforderlich

Analyse (Nur fiir Fachleute)

Die Analyse erfordert ein Kolorimeter DR 700, um die Konzentration des Aktivators zu messen. Weitere
Analysen betreffen den Sduregehalt und die Zinnkonzentration. Die normale Badpflege besteht aus einer
durchsatzabhéngigen Baderginzung.

Abfallentsorgung

Diese mufl gemifB3 den ortlichen Bestimmungen erfolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit / Vorsichtsmafinahmen

DS500 enthélt Salzsédure, die zu Verdtzungen der Haut und der Augen fiihren kann. Beriihrung mit den Au-
gen und der Haut vermeiden. Schutzbrille tragen. Nach Verschlucken sofort Wasser nachtrinken. Kein Erbre-
chen hervorrufen. Den Arzt konsultieren. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort fiir mind. 15 Minuten mit
Wasser abspiilen. Bei Augenkontakt Arzt konsultieren.

Physikalische Eigenschaften
DS500 ist eine schwarze Losung mit einem angenehmen, siillichen Geruch.
Lagerung

Dunkel und bei Raumtemperatur aufbewahren.
Zuletzt tiberarbeitet 030718 db
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Plating System Schritt 3: Aktivator DS500 Analyse Seite 1/1

Analyse (Nur fiir Fachleute)

Konzentration DS 500

Im DR 700 Kolorimeter das 550 nm Modul vorbereiten, mit Software 000 (user defined)
Ein Probenglas mit 10 ml DI Wasser befiillen. Dies ist Standard S1.

10 ml einer Standard-Aktivatorlésung (5%ig) in einen MeBkolben fiillen. Bis zur 100 ml Markierung mit DI
Wasser auffiillen.

Das zweite Probenglas mit 10 ml dieser Losung fiillen. Dies ist Standard S2.

Das benutzerdefinierte Programm am DR 700 entsprechend der Anleitung S. 17-23 erstellen, S1 auf 0.000%
und S2 auf 5.000% programmieren. Kalibriertaste driicken.

Den Nullpunkt mit S1 einstellen, die zu messende Badprobe S2 einlesen.
Séduregehalt

1 ml des durchgemischten Bads in einen Probenbecher geben, mit 100 ml DI Wasser verdiinnen.
Einige Tropfen Methyl Rot hinzugeben.

Mit 0.1 M Hatronlauge auf einen gelben Endpunkt titrieren.

Kalkulation: ml 0.1 M Natronlauge x 3.65 = g/l HCI

Zinn

Einen MeBbecher mit 200 ml DI Wasser fiillen, 20 ml konz. HCI zugeben.

5 ml des durchgemischten Bads hinzugeben. 10 Tropfen Stiarkelosung zugeben.
Mit 0.1 N Jodldsung auf einen dunklen Endpunkt titrieren.

Kalkulation: ml 0.1 N Jodlésung x 1.187 = g/l Sn 2+

Bungard Elektronik GmbH & Co. KG, Rilkestralle 1, 51570 Windeck — Germany B u N E H n n
Tel.: +49 (0) 2292/5036, Fax: +49 (0) 2292/6175, E-mail: support@bungard.de

N N == A



Plating System Schritt 4: Intensifier DS650 Seite 1/ 1

Der Intensifier DS650 wird im Plating System ProzeB3 nach dem Aktivator verwendet. Er erhoht die Leitfa-
higkeit der Lochwénde, indem er eine metallische Schicht in den Lochern abscheidet. Die Losung wird aus
drei Bestandteilen angesetzt, deren Namen auf L, P und C enden.

Badansatz fiir 10 Liter

DI Wasser 41

DS650 L 431

DS650 P 11

DS650 C 0.11

Es ist wichtig, die Losung in der angegebenen Reihenfolge anzusetzen. Mit DI Wasser auf 10 1 ergénzen.
ProzeBparameter

Temperatur 45°C

Behandlungsdauer 4 min.

Bewegung Warenbewegung, keine Lufteinblasung

Kapazitit 1 1 Fertiglosung reicht fiir 100 m? Oberflidche

Dichte 1.18-1.22 g/cm?

Benotigte Ausriistung (Wenn nicht die Durchkontaktierungsanlage Compacta verwendet
wird)

Tanks PP oder PVC Behilter empfohlen

Plattenhalter Saurefester Edelstahl

Heizung Teflon oder Edelstahl

Absaugung Empfohlen

Badbewegung Wichtig

Filtration Empfohlen

Badpflege

Fiir je 10 m? Oberfldache 430 ml DS650 L, 10 ml DS650 C, 100 ml DS650P hinzufiigen.

Analyse (Nur fiir Fachleute)

Die Analyse erfordert ein DR 700 colorimeter, um die Konzentration des Intensifiers zu messen, Fachleuten
nennen wir bei Bedarf nihere Einzelheiten. Die normale Badpflege besteht aus einer durchsatzabhidngigen
Ergénzung.

Abfallentsorgung

Diese mul geméf den ortlichen Bestimmungen erfolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit / Vorsichtsmafinahmen

Der Intensifier ist alkalisch und kann Verdtzungen der Augen und der Haut hervorrufen. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Schutzbrille tragen. Nach Verschlucken sofort Wasser nachtrinken. Kein Er-
brechen hervorrufen. Den Arzt konsultieren. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort fiir mind. 15 Minuten mit
Wasser abspiilen. Bei Augenkontakt Arzt konsultieren.

Physikalische Eigenschaft: DS650 L und P sind klare Losungen, DS650 C ist dunkelblau.

Lagerung: Bei Raumtemperatur und dunkel autbewahren. Kontakt mit Sduren vermeiden.

Zuletzt tiberarbeitet 030717 db
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Plating System Schritt 4: Intensifier DS650 Analysis Seite 1/ 1

Analyse (nur fiir Fachleute)
Intensifier DS650 P und L
Methode/Vorgehen:

10 ml aus dem Bad in eine 100 ml MeBflasche geben, auf 100 ml mit DI Wasser auffiillen.
4 ml dieser Losung in einen 250 ml E.-Kolben pipettieren.

100 ml DI Wasser zugeben

3-5 Tropfen Methylorange Indikator zufiigen.

Mit 0.1 N HCI auf einen roten Endpunkt titrieren. Titrat A notieren.

Weitere 4 ml der Losung in einen 250 ml E.- Kolben geben.

100 ml DI Wasser zugeben

10 ml Bariumchloridlésung (80 g/1) zugeben.

3-5 Tropfen Phenolphtalein Indikator zugeben

10.Mit 0.1 N HCl titrieren auf einen farblosen Endpunkt titrieren. Titrat B notieren.

Berechnung: (Titrat A — Titrat B) x 5,75 = % DS650 L. (Titrat B) x 21,5 = % DS650 P

Hinweis: Der Endpunkt beim Titrieren mit Phenophtalein ist langsam und es ist erforderlich, die 0.1 N HCI
tropfenweise sehr langsam hinzuzufiigen. Wenn der Endpunkt zu schnell erreicht wird, ergibt dies eine zu
hohe Ablesung. Die Konzentrationen von DS650 P und L sollten zwischen 80 und 100% gehalten werden.

Nachsatztabelle DS650 P und L

Fir 101 100% 90% 80% 70%
DS650 P - 0.11 021 0.3l]
DS650 L - 0441 0.881 0.131

Intensifier DS650 C
Die Konzentration wird mit dem HACH DR700 Kolorimeter gepriift..
Methode/Vorgehen:

Das DR 700 auf Programm 4.1 einstellen.

2 ml vom DS650 Bad in eine 100 ml MeBfalsche geben.

Bis zur Markierung auffiillen (Verdiinnung 50:1).

Zwei Probengléser bis zur 10 ml Marke mit der Losung fiillen. Die erste Probe ist die Null-Referenz.
Die Reagenzpille zur zweiten Probe hinzufiigen.

VerschlieBen und 2 Minuten schiitteln / mischen

Nullabgleich durchfiihren

Den roten Knopf fiir die Messung betitigen

Das angezeigte Ergebnis mit 50 multiplizieren, um die Kupferkonzentration zu erhalten.

Berechnung: Der Kupfergehalt des Bades soll zwischen 180 und 200 mg/l gehalten werden. 0.5 ml/1 DS650
C erhohen den Kupfergehalt um 10 mg/1 (ppm)

Nachsatztabelle DS650 C

Fir 101 190 ppm 180 ppm 160 ppm 140 ppm

DS650 C Sml 10ml 20ml 30 ml

XNk L=
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Plating System Schritt 5: Kupferbad CU400 Seite 1/2

Plating System CU400 ist ein schnelles, saures Glanzkupferbad, das speziell fiir das Direct Plating optimiert wurde. Es
erzeugt auf sorgfiltig vorbehandelten Platten hochst ebene, glanzende und duktile Kupferschichten sowohl bei hohen als
auch niedrigen Stromdichten. Bei korrekter Benutzung ist ein Dickenverhéltnis von 1:1 zwischen der Lochwand und der
Oberfliche. CU400 ist besonders geeignet fiir Feinleiterschaltungen. Aufgrund seiner Eigenschaften und Arbeitsbedin-
gungen eignet es sich besonders zur Verwendung in der Durchkontaktierungsanlage Compacta.

Arbeitsbedingungen Bereich Optimum
Kupfersulfat- 80-100 g/1 90 g/l

pentahydrat

Schwefelsdure  180-210 g/l 200 g/l

Chlorid (als ClI-) 50-80 mg/1 70 mg/1

CU 400 A 4-8 ml 6 ml

Temperatur 20-30 °C 27 °C
Stromdichte 0,1-8 A/dm? 2-3 A/dm?

Badbewegung  Lufteinblasung und Warenbewegung
Abscheiderate 0,8 w/min at 3 A/dm? mit Lufteinblasung
Badergéinzung 1 Liter Glanzzusatz alle 8000 Ah

Anoden Phosphorisiertes Kupfer
Anodensicke Polypropylen PP

Heizung Teflon oder Titan

Filtration Falls erforderlich, nur iiber PP Filter

Badansatz fii 30 Liter

12 1 DI Wasser in das gut gereinigten Bad geben

Langsam, unter Riihren, 3.5 1 Schwefelsdure 98% chem. rein, hinzugeben. (Vorsicht: Schutzausriistung tragen!)
Die Losung abkiihlen lassen

11 L Kupferkonzentrat CU 400 C hinzufiigen

4 g NaCl (Kochsalz, jodfrei) hinzugeben

Mit DI Wasser auf ca. 301 auffiillen

Die Temperatur priifen: 20-25 °C

Das Bad mit einer Blindplatte 2 bis 3 Stunden bei 1 A/dm? einarbeiten

120 ml Glanzzusatz CU 400 A hinzufiigen.

WX N R WD =

Badpflege

Chlorid: Um gleichméBige Abscheidung zu gewahrleisten, und um die Toleranz des Bades gegen Unreinheiten zu erho-
hen, soll die Chloridkonzentration iiber 60 mg/l gehalten werden. Ein Ungleichgewicht der Chloridkonzentration verur-
sacht Verbrennungen und unregelmifige Kupferabscheidung in den Bereichen mit hoher Stromdichte.

Badbewegung: Das CU400 bad sollte mit Lufteinblasung betrieben werden. Die Luftausléss sollten direkt unter den
Platten liegen. Saubere Luft von geringem Druck, keine Druckluft, sollte zur Vermeidung von Verunreinigungen verwen-
det werden (Standard bei Compacta)

Temperatur: Es wird empfohlen, das Kupferbad zwischen 20 und 30 °C zu betreiben. Bei Temperaturen iiber 30 °C
verschlechtern sich der Glanzgrad und die Einebnung.

Filtration: Filtration iiber Aktivkohle wird nicht empfohlen, da dies den Glanzzusatz aus dem Bad entfernt.

Anoden: Phosphorisierte Anoden mit einem Minimum von 0,02% Phosphor sollten verwendet werden (Standard bei
Compacta). Andere Anoden kénnen tiberméafBigen Verbrauch von Glanzzusatz, schwache Einebnung und Rauhigkeit ver-
ursachen. Es sollten Anodensicke aus PP verwendet werden.

Fehlersuche
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Plating System Schritt 5: Kupferbad CU400 Seite 2 /2

Problem: Verbrennungen, rauhe Oberflache

Ursache Korrektur

Kupferkonzentration zu gering Kupfersulfatgehalt korrigieren.

Sauregehalt zu hoch Bad mit Wasser verdiinnen.

Temperatur zu hoch Losung kiihlen.

Anodensicke verschmutzt Anodensécke sdubern oder erneuern
Schwache Badbewegung Luftzufuhr erhéhen, Kathode moglichst bewegen

Zu hohe Stromdichte Strom verringern.

Zu viel Glanzzusatz Uber Aktivkohle filtern, um Glanzzusatz zu verringern
Chloridgehalt zu gering Nach Bedarf nachdosieren

Problem: Unterbrechnungen (voids) in den Lochwéanden

Ursache Korrektur

Schmutzpartikel in der Losung Bad filtern. Vor dem Verkupfern spriihspiilen
Alle Bider auf eingebrachte Fremdstoffe priifen

Problem: Kein Ansprechen auf Zugabe von Glanzzusatz
Ursache Korrektur
Polarisation der Anoden Kupfersulfatgehalt einstellen: (DI Wasser zugeben und bei geringer Strom
dichte Probeplatte verkupfern)
Metallische Verunreinigung priifen, z. B. Eisen, Nichkel, Zink)
Anodensécke auf verstopfte Poren/zu enges Anliegen priifen.
Chloridgehalt priifen. Zu geringer Gehalt verursacht Polarisation.
Chloridgehalt falsch (Glanzgrad éndert sich stark bei anderer Stromdichte). Niveau korrigieren.
Temperatur zu hoch Losung kiihlen.

Problem: Schlechte Metallverteilung

Ursache Korrektur

Luftzufuhr zu stark oder schwach Luftstrom einstellen.

Warenbewegung zu schnell Langsamer stellen

Temperatur zu hoch Losung kiihlen

Phosphorgehalt falsch Anoden ersetzen

Anodische Stromdichte zu hoch  Stromdichte verringern.

Schlechte Einebnung Stromdichte erhdhen. Kathodenfldche vergroBern. Bad filtern

Problem: Matte Abscheidung

Ursache Korrektur

Stromdichte unter 2 A/dm2 Stromdichte erhéhen
Temperatur zu hoch Losung kiihlen

Fehlender Glanzzusatz Nach Bedarf ergénzen
Lufteinblasung zu schwach Luftstrom erhdhen
Lose Anodenkontakte Auf guten Kontakt priifen

Zuletzt Giberarbeitet 020422 FV /030716 db
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Plating System Schritt 5: Kupferbad CU400

Analyse (Nur fiir Fachleute)

Cu2+:

1. 2.0 ml Probe in einen 250 ml E.-Kolben pipettieren.

2. 80 ml DI Wasser zugeben

3. 1-2 ml Pufferlosung pH10 zugeben.

4. Eine Prise Murex Indikator zugeben

5. Mit 0.1 M EDTA von griinlichem auf violetten Endpunkt titrieren.
Kalkulation: g/l Cu** =3.177 x ml 0.1 M EDTA

* Pufferlosung pH 10:
1.70 g NH,Cl in 570 ml NH,OH (d=0,90) 15sen.

2. Mit DI Wasser auf 1 | auffiillen.

H2S04:

1. 5.0 ml Probe in einen E.-Kolben geben

2. 100 ml DI Wasser zugeben.

3. 5-6 Tropfen Methyl Orange zugeben-

4. Mit 1.0 M NaOH auf griinlichen Endpunkt titrieren.
Kalkulation: g/l H2SO4 =9.81 x ml NaOH

Chlorid:
Die potentiometrische Methode wird empfohlen

Potentiometrische Methode:
1. Genau 50 ml in einen 100 ml Becher pipettieren

Analyse Seite 1/1

2. Eine Silber- und eine Quecksilbersulfat Elektrode in einen Becher stellen und mit einem Potentiometer verbinden.

3. Mit 0.02 M Silbernitratlosung (AgNO3) titrieren
4. Silbernitrat in kleinen Mengen zugeben, z. B. je 0.2 ml.

Nach jeder Zugabe das Potential notieren. Die Gesamtmenge Silbernitrat, die den hochsten Potentialabfall bewirkt, wird

zur Berechnung verwendet.
Kalkulation: 14.18 x ml 0.02 M AgNO3 im Maximum.

Optische Methode:
1. 10 ml in einen 100 ml E.-Kolben pipettieren

2. Genau 5 ml Reagenzlosung * zugeben. Wenn die Losung klar wird, bedeutet dies, da3 weniger als 15 mg/1 Cl enthal-
ten sind. Wenn die Losung triib bleibt, nochmal 5 ml Reagenz zufligen. Jede Zugabe von 5 ml entspricht 15 mg/l Chlo-

rid.

* Reagenzlosung: 0.170 g Quecksilbernitrat Hg(NO3)2 geldst in (200 ml Salpeterséure 1: 1 mit Wasser verdiinnt). 0.10

g AgNO3 zugeben und auf 1000 ml auffiillen.
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